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内容概要

　　《微电子焊接技术》主要从微电子焊接的基本概念、焊接用材料及性能、焊接工艺和应用等方面
阐述了微电子焊接技术的发展以及无铅带来的影响。
着重阐述了微电子焊接的基础理论和实际应用，包括芯片焊接技术、表面组装（贴装）技术和焊点可
靠性等内容。
　　《微电子焊接技术》可以作为高等院校电子封装专业本科生、研究生的微电子焊接技术课程教材
，也可以作为材料、机械、微电子类专业学生及广大相关工作者的参考书。
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章节摘录

版权页：第1章微电子焊接技术1.1 微电子焊接技术概述1.1.1 微电子焊接技术的概念现代电子技术的飞
速发展也推动着电子产品向小型化、便携式、多功能、高可靠性以及低成本等方向发展，而集成电路
（IC）及其互连技术是满足上述要求的基础与核心。
IC芯片要经过合适的封装与组装才能达到电子产品所要求的电、热、光、机械等性能。
微电子焊接技术主要是指电子元器件和电路的微小型化设计和制造工艺中的连接技术。
微电子焊接技术是电子设备制造中的关键工艺技术，主要是针对微型对象的焊接方法，并不是区别于
传统焊接技术之外的焊接方法。
微电子焊接侧重于连接对象的细微特征，必须考虑连接尺寸的精密性。
该技术是一项复杂的系统工程，其原理涉及物理、化学、金属工艺学、冶金、材料学、以及电子、机
械等相关知识。
被连接对象具有尺寸小、间距小、密度高、厚度薄等主要特征。
由于连接对象的尺寸极其微小，已经达到了微米或纳米级别，由此产生尺寸效应，使溶解控制、扩散
层厚度、表面张力、微应变量等传统焊接技术中可以忽略的因素，却成为决定微电子焊接的质量和可
靠性的关键因素。
微电子焊接是一种必须考虑接合部位尺寸效应的精密焊接技术，在工艺、材料、设备等方面与传统焊
接技术有着显著的不同。
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编辑推荐

《微电子焊接技术》着重阐述了微电子焊接技术的发展、新型焊接工艺和材料的基础应用、相关缺陷
问题的解决方法等，对电子封装相关专业的本科生和研究生具有相当的实用价值，同时对技术工作者
也具胡很好的参考价值。
《微电子焊接技术》引用了大量的国内外的最新研究成果，尽可能地向读者展示国内外相关领域的最
新发展。
对书中相应的参考文献都做了标注，在此对原作者表示感谢。
《微电子焊接技术》还引用了很多英文缩略语，为便于读者阅读，我们在书后附录中编写了“缩略语
中英文对照”，供读者参考。
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